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(57) Abstract: An electronic device (1) comprising a base plate (2) and an electronics housing (3) connected thereto, with a bond 
contact pad (5). The latter rests upon the base plate (2) by means of a support body (6) such that the support body (6) exerts a 
pre-tensing force on the bond contact pad (5). Local support of the bond contact pad (5) makes it possible to define the position of 
the latter in a correct manner during the bonding process. As a result, the bonding is reliable. 
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(57) Zusammenfassung: Ein elektronisches Gerat (1) hat eine Grundplatte (2) und ein mit dieser verbundenes Elektronikgehause 
(3) mit einem Bondkontakttrager (5). Letzterer stiitzt sich an der Grundplatte (2) uber einen Stiitzkorper (6) derart ab, dass der 
Stiitzkorper (6) auf den Bondkontakttrager (5) eine Vorspannkraft ausiibt Durch die ortsnahe Abstiitzung des Bondkontakttragers 
(5) ist dieser beim Bondvorgang gut lagedeflniert. Es resultiert ein sicheres Bonden. 
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Elektronisches Gerat sowie Verf ahren zum Bonden eines elektroni- 
schen Gerates 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Gerat nach dem Oberbegriff des 
5 Anspruches 1 . Ferner betrifft die Erfindung ein Verf ahren zum Bonden 
eines elektronischen Gerates nach Anspruch 5. 

Ein elektronisches Gerat nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 ist durch 
offenkundige Vorbenutzung bekannt. Dort stiitzt sich das Elektronikgehau- 

10 se an der Grundplatte iiber eine Auflagerippe in der Nachbarschaft des 
Bondkontakttragers ab. Durch Fertigungstoleranzen, insbesondere durch 
Unebenheiten der Grundplatte bzw. der Auflagerippe ist es moglich, dass 
das Elektronikgehause zumindest bereichsweise nicht iiber die Auflagerip- 
pe an der Grundplatte anliegt. Dies fuhrt dazu, dass in diesen Bereichen 

15 keine Abstiitzung des Elektronikgehauses in der Nachbarschaft des Bond- 
kontakttragers erfolgt. Die Lage des Bondkontakttragers ist aufgrund dieser 
mangelnden Abstiitzung nur unscharf def iniert. Durch die f ehlende Abstiit- 
zung des Bondkontakttragers neigt dieser beim Bonden zum Schwingen. 
Um die Bondverbindung sicherzustellen muss es moglich sein, einen zwei- 

20 ten sogenannten Sicherheitsbond zu setzen, der seinerseits Platz bean- 

sprucht. Daher miissen die Bondkontakttrager relativ baugroB ausgefuhrt 
werden, um ein sicheres Bonden zu gewahrleisten. 

Es ist daher die Auf gabe der vorliegenden Erfindung, ein elektronisches 
25 Gerat der eingangsgenannten Art derart weiterzubilden, dass eine groBere 
Sicherheit bei der Herstellung einer Bondverbindung gegeben ist. 



Diese Aufgabe ist erfindungsgemaB gelost durch ein elektronisches Gerat 
mit den Merkmalen des Kennzeichnungsteils des Anspruches 1. 
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Der erfindungsgemaBe Stutzkorper stellt sicher, dass sich der Bondkontakt- 
trager vorgespannt an der Grundplatte abstiitzt. Der mindestens eine Bond- 
kontakttrager ist dann iiber den Stutzkorper sicher abgestiitzt, so dass seine 
5 Lage klar def iniert ist. Aufgrund der vorgespannteh Abstiitzung ist insbe- 
sondere eine Schwingungsneigung des mindestens einen Bondkontakttra- 
gers unterbunden. Es kann daher mit kompakteren Bondkontakttragera ge- 
arbeitet werden. Gegebenenf alls kann auf einen zweiten sogenannten Si- 
chefheitsbond verzichtet werden, wodurch die Ausfuhrung des Bondkon- 
10 takttragers nochmals kompakter wird. Wenn mehrere benachbarte Bond- 
kontakttrager vorhanden sind, kann daher das Bondraster enger sein, was 
zu einem kompakteren Bondbereich des Elektronikgehauses fuhrt. 

Ein Uberstand nach Anspruch 2 fuhrt zu einer sicheren Vorspannung ohne 
15 groBen Herstellungsauf wand. 

Ein Stutzkorper nach Anspruch 3 ermoglicht eine vorgespannte Abstiitzung 
auch bei wechselnden Kombinationen von Grundplatten und Elektronikge- 
hausen, wobei die Dimensionierung des Stiitzkorpers an das Elektronikge- 
20 hause einerseits und an den Abstand der Bondkontakttrager zur Grundplat- 
te andererseits angepasst wird. Die mechanische Verbindung des Stiitzkor- 
pers mit dem Elektronikgehause kann insbesondere durch ein Verrasten 
erfolgen. 

25 Ein Stutzkorper nach Anspruch 4 lasst sich, was die Ausgestaltung als Ring 
angeht, einfach zum elektronischen Gehause ausrichten. Die Ausgestaltung 
des Stiitzkorpers als Mehrzahl von uberstehenden Einzelsegmehten erlaubt 
eine grofie Flexibilitat bei der Gestaltung des Stiitzkorpers. Eine Anpas- 
sung an unterschiedlichste Geometrien der Grundplatte einerseits und des 
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- Elektronikgehauses andererseits ist moglich. Die Einzelsegmente konnen 
insbesondere mit dem Elektronikgehause verrastet sein, was eine gute La- 
gedefinition des Stiitzkorpers gewahrleistet. 

5 Eine weitere Auf gabe der Erfindung ist es, ein Verf ahren zur sicheren Be- 
reitstellung einer Bondverbindung anzugeben. 

Diese Auf gabe ist erf indungsgemaB gelost durch ein Verf ahren mit den im 
Anspruch 5 angegebenen Merkmalen. Die Vorteile des erf indungsgemafien 
10 Verfahrens entsprechen denen, die oben im Zusammenhang mit dem erfin- 
dungsgemaBen elektronischen Gerat ausgefiihrt wurden. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird nachf olgend anhand der 
Zeichnung naher erlautert. In dieser zeigen: 

15 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines elektronischen Gerates; und 
Fig.2 einen Ausschnitt gemaB Linie II-II in Fig. 1. 

20 Fig. 1 zeigt in perspektivischer Darstellung ein elektronisches Gerat 1, 

welches zur Kontaktierung mit einer weiteren elektronischen Komponente, 
in diesem Fall einem Chip, vorbereitet ist. Das elektronische Gerat 1 um- 
f asst eine Grundplatte 2, die ein Elektronikgehause 3 tragt. Die Grundplatte 
2 ist mit dem Elektronikgehause 3 verklebt. Das Elektronikgehause 3 liegt 

25 auf der Grundplatte 2 unter anderem iiber eine Auflagerippe 4 an. Letztere 
ist in der Nachbarschaft einer Mehrzahl von Bondzungen 5 des Elektronik- 
gehauses 3 angeordnet. Die Bondzungen 5 dienen als Bondkontakttrager 
zur elektrischen Kontaktierung des Elektronikgehauses 3 mit der weiteren, 
in der Zeichnung nicht dargestellten elektronischen Komponente. 
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Die Bondzungen 5 stiitzen sich an der Grundplatte 2 iiber einen Stutzkorper 
6 ab. Letzterer ist als umlaufender Abstiitzrahmen in Form eines in etwa 
rechteckformig umlauf enden Ringes ausgebildet, der auf der Grundplatte 2 
5 aufliegt. Der Stiitzkorper 6 ist ein von der Grundplatte 2 separates Bauteil. 
Die Hohe des Stiitzkorpers 6 iiber der Grundplatte 2, also dessen Uberstand 
iiber die Grundplatte 2, ist groBer als der Abstand der Bondzungen 5 zur 
Grundplatte 2. Dieses Ubermafi ist sehr gering und fuhrt dazu, dass der 
Stiitzkorper 6 auf die sich hierauf abstiitzenden Bondzungen 5 eine Vor- 
10 spannkraft ausubt. 

Beim Bonden des elektronischen Gerates 1 mit Bondkontakttragern der 
weiteren elektronischen Komponente wird folgendermafien vorgegangen: 
Der Stiitzkorper 6 wird mit dem Elektronikgehause 3 mechanisch verbun- 

15 den, z. B verrastet. AnschlieBend wird das Elektronikgehause 3 auf die 
Grundplatte 2 auf gesetzt und mit dieser verklebt. Nach dies em Verbin- 
dungsschritt iibt der Stutzkorper 6 auf die Bondzungen 5 eine Vorspann- 
kraft aus. AnschlieBend wird eine Bondverbindung zwischen den Bond- 
zungen 5 des Elektronikgehauses 3 und einem weiteren Bondkontakttrager 

20 der mindestens einen weiteren Komponente erzeugt. 

Alternativ kann der Stutzkorper als Mehrzahl von iiber die Grundplatte 2 
tiberstehenden Einzelsegmenten, also aus mehreren einzelnen Stiitzab- 
schnitten, gebildet sein, die mit dem Elektronikgehause 3 verrastet bzw. 
25 verschnappt sind. 
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Patentanspriiche 



5 



1. 



Elektronisches Gerat (1) 

mit einer Grundplatte (2), 

mit einem mit der Grundplatte (2) verbundenen Elektronikgehause 



(3) mit mindestens einem Bondkontakttrager (5), 
dadurch gekennzeichnet, dass sich der Bondkontakttrager (5) an der 
Grundplatte (2) iiber einen Stiitzkorper (6) derart abstiitzt, dass der 
Stiitzkorper (6) auf den Bondkontakttrager (5) eine Vorspannkraft aus- 



10 



iibt. 



2. Elektronisches Gerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
ein Uberstand des Stutzkorpers (6) uber die Grundplatte (2) hoher ist 
als der Abstand des Bondkontakttragers (5) zur Grundplatte (2). 



3. Elektronisches Gerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Stiitzkorper (6) ein von der Grundplatte (2) separates 
Bauteil darstellt, das mechanisch mit dem Elektronikgehause (3) 
verbunden ist. 



4. Elektronisches Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Stiitzkorper (6) als iiberstehender Ring bzw. 
als Mehrzahl von iiberstehenden Einzelsegmenten ausgebildet ist. 

25 5. Verfahren zum Bonden eines elektronischen Gerates (1) mit folgenden 
Verfahrensschritten: 

Bereitstellen einer Grundplatte (2), 



15 



20 
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Verbinden eines Elektronikgehauses (3) uber einen Stiitzkorper (6) 
mit der Grundplatte (2) derart, dass der Stiitzkorper (6) auf den 
Bondkontakttrager (5) eine Vorspannkraft ausiibt, 
Erzeugen einer Bondverbindung zwischen dem Bondkontakttrager 
5 (5) des Elektronikgehauses (3) und einem weiteren Bondkontakt- 

trager. 
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